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A carrier elenment to be incorporated into an identity card The present
invention relates to a carrier element having one or more integrated
circuits to be incorporated ingg pdpgigdgigdy ty card, conpyising a substrate
having on its surfaces a plygrality of contact aregs,which are connected via
strip conductors to the cori“‘espondl ng termnals ofg#n integrated circuit
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befinden. Vor dem Einbau des Trigerelements in
sine Karte wird die Schutzschicht von der Haftkle-
berschicht entfernt.

Um Schaltkreis und Leiterbahnen gegen che-
mische Einfllisse zu schitzen, werden die Triger-
elemente, solange sie noch im Endlosformat vorlie-
gen, groBflichig mit einer 10 bis 50 um diinnen
Lackschicht bespriiht, die den IC-Baustein, die Lei-
terbahnen und die Schutzschicht gleichmaBig (iber-
zieht.

Bei dem vorgeschlagenen Verfahren k&nnen
die Trégerelemente prinzipiell nur mit einer sehr
dinnen Lackschicht bespriiht werden, da auch die
wieder zu entfernende Schutzschicht verfahrensbe-
dingt von der Lackschicht Uiberzogen ist. Bei dicke-
ren Lackschichten ist durch das Abziehen der
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auf die zu schitzenden Elemente aufbringen zu
kénnen. Ohne ein begrenzendes Element kann die
GuBmasse, wenn (iberhaupt, nur mit Uberdicke auf
die zu schiltzenden Teile aufgebracht werden. Vor
dem Einbau des Trigerelements in eine Ausweis-
karte mit vorbestimmter Dicke mu8 dann aber das
Uberschiissige GuBmaterial, beispielsweise durch
Abschleifen, enifernt werden.

FR 2548 857 zeigt ein Trigerelement, bei dem
die GuBmasse von einer Aussparung im Substrat
begrenzt wird. Eine Kleberschicht ist nicht erwdhnt.

Der Erfindung liegt nun die Aufgabe zugrunde,
ein Trigerelement mit IC-Baustein zum Einbau in
Ausweiskarten zu schaffen, bei dem trotz rationeller
und kostenglinstiger Herstellung die empfindlichen
Bautsile sehr gut gegen mechanische Belastungen
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duzierten emen e missen n zum form besteht die Karte aus einer Kernschicht 3
bau in eine Ausweiskarte lediglich aus dem Filmla- 40  sowie zwei Deckschichten 2 und 4. Das Trigerele-
minat ausgestanzt und in die Karte eingesetzt wer- . ment 11 besteht aus sinem Substrat 8, auf dessen
den. Ein nach diesem Prinzip arbeitondes Herstel- siner Seite die Kontakiflichen 9 liegen, die Uber
lungsverfahren ist beispislsweise in der DE-OS 36 Leiterbahnen mit einem auf der den Kontakiflichen .
39 630 beschrieben. gegentiberliegenden Seite des Substrats angeord-

Um die schiitzende GuBmasse auf das Trager- 45 neten IC-Baustein 5 verbunden sind. Zumindest
element dosiert aufbringen zu kdnnen, ist es bei .der IC-Baustein 5 ist von einem Harziropfen 10
Anwendung des bekannten Verfahrens demnach " umgeben. Um das Trigerslement in eine Ausweis-
lediglich erforderlich, den auf einer der Filmrollen karte einbetten -zu kdnnen, sind Deck- und Kern-
befindlichen Klebeschicht-Film in regelmigigen Ab- schicht mit entsprechenden Aussparungen verse-

. stdnden mit einer geeigneten Aussparung zu ver- so0  hen. Die Aussparung der Deckschicht 2 ist in ihrem

) sehen. Dies kann auf einfache Weise entweder Umrig. der Gr8e des Substrats 8, die der Kern-
vorab oder auch in dem oben geschilderten Verfah- schicht 3 in ihrem UmriB der GréBe des Harztrop-
rensablauf geschehen. - _ _ : fens 10 angepaft.

In einer bevorzugten Ausflihrungsform der Er- Die in den Fig. gezeigte Karte wurde unter
findung besteht das den IC-Baustein tragende Sub- s5  Anwendung von Wérme und Druck laminiert. Wéh-
strat aus einem Kunststoffilm aus Polyester, Polyi- rend des Laminiervorgangs wird dabsi das Substrat
mid oder einem #hnlichen Material. Der Film ist mit Hilfe einer HeiBkleberschicht 7 mit der Kern-

ganzflédchig mit einer leitenden Schicht iberzogen, schicht 3 verbunden. Die Kernschicht 3 kann bei
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schen den Anschl en des IC-Bausteins 5 40 Klebeschicht (7) aufweist und diese Klebe-
und den entsprechenden Kontaktfidchen 9. In dem schicht (7) zumindest im Bereich des integrier-
- gezeigten Ausflihrungsbeispiel wurde die soge- ten Schaltkreises (5) eine Aussparung (16) auf-
nannte Drahtbondtechnik eingesetzt, bei der feine weist, die den Begrenzungsrahmen fir ‘die
Golddréhte 6 die elektrische Verbindung herstellen. - GuBmasse bildet. '
Die die GuBmasse 10 begrenzende Ausspa- 45 ' - .
-rung 16 in der HeiBkleberschicht 7 hat eine soiche 2. Trégerelement nach Anspruch 1,
GréBe, daB-der IC-Baustein 5, die Leiterbahnen 6 dadurch gekennzeichnet, dag das  Material
und die in den Aussparungen 12 liegenden Verbin-. der GuBmasse (10) in der Menge derart dosiert
dungspunkte zwischen den Leiterbahnen 6 und den’ "~ ist, daB sie im Bersich des IC-Bausteins (5)
Kontakifiichen 9 in der GuBmasse 10 eingeschlos- so0 unter Tropfenbildung die Dicke der Klebe- .
sen sind. Die die GuBmasse begrenzende Ausspa- ' : schicht {7) um ein Vielfaches Ubersteigt. i
rung 16 der Klebeschicht 7, die das AbflieBen der’ '
GuBmasse in der flissigen Phase verhindert, kann 3. Tragerelement nach Anspruch 1, T A
in der Dicke deutlich geringer sein, als die Dicke dadurch gekennzeichnet, dag - die Klebe-
der GuBabdeckung im Bereich des IC-Bausteins 55 schicht eine HeaBkleberschlcht (7) ist.
oder der Verbindungsdrihte. Als GuSmasse wird - '
vorzugsweise ein aushirtendes Harz ‘verwendet. 4. Verfahren zur Herstellung eines Tragerele- :
Viskositdt und Menge der GuBmasse sind so ein- ments nach Anspruch 1, '
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flow compound exceeds many times the thickness circuit intégré (5), des pistes conductrices (6)
of the adhesive layer (7) forming a drop in the _ et des surfaces de contact (9) on dépose une
area of the IC module (5). 40 couche d'adhésif (7) qui ménage dans le voisi-

nage du circuit intégré un évidement (16) et en

3. A carrier element according to claim 1, char- ce qu'ensuite on remplit fa zone formée par

. acterized in that the adhesive layer is a heat- cet dvidement avec un matériau de coulée

set adhesive layer (7). (10), le dosage du matériau de coulée (10)

48 étant ajusté de maniére telle que, d'une part le

4. A method for producing a carrier element ac- composant de circuit intégré (5) soit compiéte-

cording to claim 1, characterized in that an ment enrobé et que, d'autre part, la couche
adhesive layer (7) is applied to a substrate (8) d'adhésif {7) reste entierement libre.

prepared with an IC module {5), strip conduc-

tors (6) and contact areas (9), said adhesive 50
layer (7) having an opening (18) in the area of

the IC module (5), and the area formed by the
opening is then filled with a casting compound

(10), the dosage of the casting compound (10)
being adjusted in such a way that the IC mod- 55
ule (5) is completely enclosed, on the one
hand, and the adhesive layer (7) remains- com-
pletely free, on the other hand.
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